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В сплавных системах Cu (60%) - Cr (40%) после многократного воздействия дугового вакуумного разряда обнаружено изменение атомной концентрации меди и, соответственно, хрома.

Электронное зондирование образцов выявило зоны, содержание меди в которых снижается с 92,4 до 78,2 ат.% с увеличением глубины, что указывает на резко выраженный процесс ее сегрегации на поверхность. Это можно объяснить тем, что одна из причин сегрегационного процесса изучаемой системы обусловлена меньшей величиной поверхностного натяжения атомной компонентой меди по сравнению с хромом, что обеспечивает понижение энергии сплавной композиции в целом. Переход же в жидкое состояние это приводит к процессу расслаивания сплава. Очевидно, что кинетически значительное увеличение коэффициента диффузии атомов меди в жидком виде (составляющего 10-5 - 10-4 см2·с-1) способствует данному перераспределению основных составляющих сплава. 

Рельеф, полученный при сканировании поверхности электродов вакуумной дуговой камеры в местах локального взрывного плавления дополнялся растровым исследованием морфологии (в разных режимах ускоряющих напряжений) для анализа состава поверхности и объема образцов. Благодаря этому, можно было наблюдать результаты перераспределения атомов в зоне катодных пятен в электродах на основе системы Cu – Cr с превышением атомной концентрации меди (71,8 ат.%. вместо 53,7 ат.%) против начального ее значения. Очевиден факт сегрегации атомов материала электродов не только в системе объем-поверхность, но и в пятне взрывного расплавления электродов.

